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Viscoms Technologie-Forum und Anwendertreffen 2014 war etwas
Besonderes

Mit Beitrédgen zur Verarbeitung von Chips der Bauform 01005, zum Pin-in-Paste-Prozess, zur optimalen Lotverbindung, zur 3D-Messtechnik und
Uber neue Packages gab es Informationen zu aktuellen Themen. Zudem wurden Weiterentwicklungen der Viscom-Produkte vorgestellt. Mit dem
Keynote-Vortrag von Wissenschaft-astronaut Dr. UIf Merbold gab es gleich zu Beginn der Veranstaltung ein besonderes Highlight und weitere
folgten, auch beim Get-Together. Denn Viscom feiert dieses Jahr das 30. Jubilaum. Schon vor dem Technologie-Forum hatte das
Anwendertreffen mit seinen Workshops begonnen. Das Workshop-Angebot umfasste Themen wie Méglich-keiten der Durchsatzerh6hung oder
die nachste Generation der statistischen Prozesskontrolle sowie Tipps zu besseren Priifmdglichkeiten mit Hilfe erweiterter Analysen. Auch die
Bereiche Draht-Bond-Inspektion und Réntgenpriifung waren mit einem Workshop vertreten.Wie alljahrlich ist das Technologie-Forum und
Anwendertreffen 2014 mit der BegruBung durch Volker Pape, Vorstand der Viscom AG, Hannover, offiziell eréffnet worden. Nach kurzen
Informationen zum Unternehmen und zum weiteren Veranstaltungsablauf folgte der Keynote-Vortrag.Viscom hatte dieses Mal den Physiker Dr.
UIf Merbold eingeladen, der als Astronaut der NASA mit dem Space-Shuttle Columbia 1983 einer der populérsten deutschen Wissenschaftler
ist.

Bewertung: Noch nicht bewertet
Preis

ermafigter Preis2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €
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